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Die NCAB Group ist ein integrierter Leiterplattenhersteller, 
der 1993 in Stockholm, Schweden, gegründet wurde. 
Neben dem schwedischen Hauptsitz, besitzt die NCAB 
Group weitere weltweite Standorte, darunter auch drei in 
Deutschland. Diese befinden sich in München, Pforzheim 
und Kirchlengern. Die NCAB Group übernimmt die voll-
kommene Verantwortung für den gesamten Lieferprozess 
und setzt dabei sowohl bei den Kunden vor Ort als auch 
bei seinen streng auditierten Partner-Fabriken in Asien an. 
Die Mission des Unternehmens ist es, Leiterplatten pünkt-
lich, fehlerfrei und nachhaltig zu den geringstmöglichen 
Gesamtkosten zu produzieren.
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